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ERS electronic bietet eine verbesserte Warpage-Adjust Funktionalitat fiir Fan-out
Wafer-Level-Packaging in der ndchsten Generation der WAT330

Miinchen (ots/PRNewswire) -

ERS electronic, der branchenfiihrende Anbieter von Warmemanagementlésungen fir die Halbleiterfertigung,
erweitert sein Warpage Adjustment Tool (WAT330) um eine leistungsstarke Funktionen zur Messung und
Korrektur von Warpage.

Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP) ist eine der fiihrenden Advanced Packaging Technologien. Dennoch ist
die Verformung der Wafer, auch "Warpage" genannt, nach wie vor ein haufiges Problem. Da die Technologie
weiterhin von OSATs (ibernommen wird und von der Forschung zur GroRserienfertigung {ibergegangen ist, ist das
Verstdndnis und der Umgang mit Warpage von entscheidender Bedeutung, um Maschinenstillstande und geringe
Ertrdge zu vermeiden.

"Bei FOWLP ist Warpage eine der groRten Herausforderungen innerhalb des Prozessablaufs. In unseren Modellen
und Tests haben wir einen signifikanten Einfluss des Materialverhaltens, des Layouts, der Geometrie und der
Belastungshistorie beobachtet", sagt Dr. Olaf Wittler, Leiter des Teams Technology Characterization & Reliability
Simulation am Fraunhofer IZM. "Daher sind Lésungen und Strategien zur Beherrschung dieser Einflussfaktoren fir
einen geringen Warpage entscheidend, um diese Herausforderung zu lésen."

ERS verfiigt tber fast 15 Jahre Erfahrung in der Korrektur dieses Warpages von gemoldeten Wafern im Fan-out.
Das Unternehmen ist branchenweit bekannt fir seine patentierte AirCushion-Technologie und die TriTemp-Slide
fur bertihrungslosen Transport und Warpagewerte von <1 mm. Beide sind in den meisten ERS-Maschinen zu
finden und werden ublicherweise zur Warpage-Korrektur nach dem thermischen Debonding eingesetzt. Mit dem
WAT330 kénnen Unternehmen jedoch das Problem des Verzugs unabhangig davon angehen, wo er auftritt.

"Verzug ist ein Hauptproblem in der GroRserienproduktion und wird es auch bleiben, da die Struktur von FO immer
komplexer wird", sagt Debbie-Claire Sanchez, FO Equipment Business Unit Manager bei ERS electronic. "Wir
haben daher unsere Méglichkeiten zur Warpage-Korrektur auf eine eigenstandige Maschine erweitert, die
zwischen den Prozessen zur Unterstiitzung der Fertigung eingesetzt werden kann."

Die weiterentwickelte WAT330 ist mit einem HEPA-Filtersystem fir die Reinraumklasse 100 ausgestattet.
Dartiber hinaus ist sie vollstandig kompatibel mit den GEM300 SEMI-Standards und funktioniert mit der
standartisierten automatischen Produktbe- und -entladung. Ein weiteres bemerkenswertes Upgrade ist die
Stickstoffumgebung der Maschine, die bis zu 0,5 % O2 erreichen kann, um die Oxidation von Cu zu vermeiden. Die
neue WAT330 verfligt auRerdem uber spezielle Vakuum-Thermochucks fiir ein fehlerfreies Wafer-Handling.

Die Maschine kann ab sofort bestellt werden.
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